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中国芯片行业市场深度调研及竞争格局与投资前景预测研究报告(2024-2029版)
报告简介
芯片指内含集成电路的硅片，体积很小，常常是计算机或其他电子设备的一部分。芯片(chip)或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(英语：integratedcircuit,IC)，在电子学中是一种把电路(主要包括半导体设备，也包括被动组件等)小型化的方式，并通常制造在半导体晶圆表面上。前述将电路制造在半导体芯片表面上的集成电路又称薄膜(thin-film)集成电路。另有一种厚膜(thick-film)混成集成电路(hybrid integrated circuit)是由独立半导体设备和被动组件，集成到衬底或线路板所构成的小型化电路。
2021年全球半导体行业销售额总计5559亿美元，创历史新高，与2020年的4404亿美元相比增长26.2%。随着芯片公司在全球芯片短缺的情况下提高产量以满足高需求，该行业在2021年出货了创纪录的1.15万亿个半导体单元。2021年12月的全球销售额为509亿美元，比2020年12月的总销售额增长28.3%，比2021年11月的总销售额增长1.5%。第四季度的销售额为1526亿美元，比上一季度的总销售额增长28.3%。2020年第四季度，比2021年第三季度的总量高4.9%。2021年全球半导体市场年增长率达到25.6%，预计2022年将继续增长8.8%。
据WSTS数据显示，2021年集成电路销售额为4608.41亿美元，传感器销售额为187.91亿美元，光电器件销售额为432.29亿美元，半导体元件销售额为301亿美元。预计到2022年，集成电路销售额为5023.07亿美元，传感器销售额为209.13亿美元，光电器件销售额为459.9亿美元，半导体元件销售额为322.8亿美元。2021年，中国大陆芯片设计业(包括Fabless和IDM)总销售额首次超过500亿美元，达到515.41亿美元(不包括矿机芯片)，同比增长16.4%。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国芯片市场进行了分析研究。报告在总结中国芯片行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国芯片行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为芯片企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。
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6、芯片产业发展前景分析 
第三节 中西部地区 
一、重庆 
1、芯片产业发展概况 
2、芯片产业政策规划 
3、芯片设计业发展分析 
4、芯片制造业发展分析 
5、芯片封测业发展分析 
6、芯片产业发展前景分析 
二、成都 
1、芯片产业发展概况 
2、芯片产业政策规划 
3、芯片设计业发展分析 
4、芯片制造业发展分析 
5、芯片封测业发展分析 
6、芯片产业发展前景分析 
三、西安 
1、芯片产业发展概况 
2、芯片产业政策规划 
3、芯片设计业发展分析 
4、芯片制造业发展分析 
5、芯片封测业发展分析 
6、芯片产业发展前景分析 
四、武汉 
1、芯片产业发展概况 
2、芯片产业政策规划 
3、芯片设计业发展分析 
4、芯片制造业发展分析 
5、芯片封测业发展分析 
6、芯片产业发展前景分析 
五、长沙 
1、芯片产业发展概况 
2、芯片产业政策规划 
3、芯片设计业发展分析 
4、芯片制造业发展分析 
5、芯片封测业发展分析 
6、芯片产业发展前景分析 
第四节 珠三角及其它地区 
一、深圳 
1、芯片产业发展概况 
2、芯片产业政策规划 
3、芯片设计业发展分析 
4、芯片制造业发展分析 
5、芯片封测业发展分析 
6、芯片产业发展前景分析 
二、厦门 
1、芯片产业发展概况 
2、芯片产业政策规划 
3、芯片设计业发展分析 
4、芯片制造业发展分析 
5、芯片封测业发展分析 
6、芯片产业发展前景分析 
三、泉州 
1、芯片产业发展概况 
2、芯片产业政策规划 
3、芯片设计业发展分析 
4、芯片制造业发展分析 
5、芯片封测业发展分析 
6、芯片产业发展前景分析 
四、安徽 
1、芯片产业发展概况 
2、芯片产业政策规划 
3、芯片设计业发展分析 
4、芯片制造业发展分析 
5、芯片封测业发展分析 
6、芯片产业发展前景分析 
第九章 2024-2029年芯片行业竞争形势分析 
第一节 芯片行业总体市场竞争状况分析 
第一节 芯片行业总体市场竞争状况分析 
一、芯片行业竞争结构分析 
1、现有企业间竞争 
2、潜在进入者分析 
3、替代品威胁分析 
4、供应商议价能力 
5、客户议价能力 
二、芯片行业集中度分析 
三、芯片行业swot分析 
第二节 芯片行业竞争格局分析 
一、产品竞争格局 
二、企业竞争格局 
三、品牌竞争格局 
第三节 中国芯片行业竞争力分析 
一、中国芯片行业竞争力剖析 
二、中国芯片行业核心竞争力剖析 
三、提升中国芯片产业核心竞争力 
1、提高扶持资金集中运用率 
2、制定融资投资制度 
3、提高政府采购力度 
4、建立技术中介服务制度 
5、人才引进与人才培养 
四、中国芯片企业市场竞争的优势 
五、国内芯片企业竞争能力提升途径 
第四节 中国芯片产业国际竞争力现状及提升策略 
一、中国芯片产业国际竞争力分析 
二、中国芯片产业国际竞争力影响因素分析 
1、生产要素 
2、需求要素 
3、市场结构和竞争态势 
4、政府政策 
三、中国提升芯片产业国际竞争力策略分析 
第十章 中国芯片行业领先企业经营形势分析 
第一节 中国十大芯片设计企业发展分析 
一、深圳市海思半导体有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
二、紫光集团有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
三、深圳市中兴微电子技术有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
四、华大半导体有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
五、北京智芯微电子科技有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
六、深圳市汇顶科技股份有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
七、杭州士兰微电子股份有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
八、大唐半导体设计有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
九、敦泰科技(深圳)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
十、北京中星微电子有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
第二节 中国十大芯片制造企业发展分析 
一、三星(中国)半导体有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
二、中芯国际集成电路制造有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
三、sk海力士半导体(中国)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
四、英特尔半导体(大连)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
五、上海华虹宏力半导体制造有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
六、无锡华润微电子有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
七、台积电(中国)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
八、西安微电子技术研究所 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
九、武汉新芯集成电路制造有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
十、和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
第三节 中国十大半导体封装测试企业发展分析 
一、江苏新潮科技集团有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
二、南通华达微电子集团有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
三、威讯联合半导体(北京)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
四、天水华天电子集团股份有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新 
6、企业战略策划 
五、安世半导体(中国)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
六、英特尔产品(成都)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
七、海太半导体(无锡)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
八、上海凯虹科技电子有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
九、安靠封装测试(上海)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
十、晟碟半导体(上海)有限公司 
1、企业发展概况 
2、企业主营业务 
3、企业经营情况 
4、企业产业布局 
5、企业最新动态 
6、企业战略策划 
第十一章 芯片行业发展前景及投资价值 
第一节 物联网连接芯片发展研究 
一、物联网连接芯片的定义与分类 
二、物联网连接芯片应用市场分析 
1、物联网市场发展情况 
2、物联网连接芯片市场特点 
3、物联网典型应用场景分析 
三、物联网连接芯片典型产品发展情况分析 
1、蓝牙芯片 
2、wi-fi芯片 
3、nfc芯片 
第二节 新冠肺炎疫情对芯片行业的影响 
一、对全球及中国芯片市场供需的影响 
二、对芯片产业链的影响及对策 
第三节 2024-2029年芯片市场发展前景与趋势 
一、2024-2029年芯片市场规模预测 
二、2024-2029年芯片市场发展前景展望 
三、2024-2029年芯片细分行业发展前景分析 
四、2024-2029年芯片行业发展趋势 
1、新兴领域需求提升，持续开拓市场空间 
2、芯片行业将向发展中国家进行迁移 
3、资本运作加速是未来芯片行业的主要趋势之一 
4、芯片设计在产业链占比持续提升 
五、2024-2029年细分市场发展趋势预测 
第十二章 芯片行业投资机会与风险防范 
第一节 芯片行业投资特性分析 
一、芯片行业进入壁垒分析 
1、技术壁垒 
2、人才壁垒 
3、资金壁垒 
4、客户壁垒 
5、专利壁垒 
二、芯片行业盈利因素分析 
三、芯片行业盈利模式分析 
第二节 中国芯片行业投融资运行状况 
一、国家集成电路产业投资基金 
1、大基金基本情况 
2、大基金的重要意义 
3、大基金一期投资情况 
(1)投资企业梳理 
(2)投资方式分析 
(3)投资领域分析 
(4)一期成果汇总 
4、大基金二期投资动态 
5、大基金取得的成效 
6、大基金下一步的工作思路 
二、芯片产业基金地方动态分析 
三、推进中国芯片产业发展的投融资建议 
1、鼓励发展集成电路产业风险和私募投资资本 
2、积极参与海外收购，集中建立产业园 
3、加强与国际资本合作，推动中国企业走出去 
4、建设集成电路投融资平台，促进资本和产业的交流 
第三节 2024-2029年芯片行业投资机会 
一、芯片产业投资机会 
二、中国芯片产业发展机遇 
1、全球半导体销售和投资进入新一轮高增长 
2、国家政策引导，成立大基金重点扶植ic产业 
3、地方层面也把芯片当成战略支柱性产业来发展 
4、中国集成电路产业发展目标和主要任务 
5、半导体产业新热点和未来核心产品 
第四节 2024-2029年芯片行业投资风险及防范 
一、风险分析 
1、国家政策变动风险 
2、产业转移不及预期 
3、技术更新换代风险 
二、风险防范 
第五节 中国芯片行业投资建议 
一、芯片行业投资方向 
二、芯片行业投资建议 
第十三章 中国芯片行业面临的困境及对策 
第一节 中国芯片行业面临的困境及挑战 
一、中国芯片行业发展面临的困境与对策 
二、中国芯片企业发展面临的困境与对策 
三、中国芯片市场发展面临的挑战与对策 
第二节 全球价值链视角下中国芯片产业升级路径研究 
一、全球价值链理论 
二、全球芯片产业价值链构成 
1、“微笑曲线” 
2、全球芯片产业价值链发展概况 
3、中国在全球芯片产业价值链中的定位 
三、中国芯片产业发展中存在的问题 
四、中国芯片产业升级策略 
第三节 探索我国集成电路创新发展之路 
一、海外芯片创新模式 
二、国家集成电路创新中心 
三、长三角一体化国家战略下芯片的协同发展 
第十四章 芯片行业发展战略研究 
第一节 芯片行业发展战略研究 
一、芯片产业国家战略 
二、国际龙头芯片企业战略研究 
三、国内重点芯片企业战略部署 
四、“十三五”时期芯片企业成功战略实施 
五、“十四五”时期芯片产业规划展望 
六、ai芯片发展迅猛，核心专用芯片将成战略制高点 
七、芯片行业竞争战略思考 
第二节 对中国芯片品牌的战略思考 
一、芯片实施品牌战略的意义 
二、芯片企业品牌的现状分析 
三、中国芯片企业的品牌战略 
四、芯片品牌战略管理的策略 
第三节 芯片经营策略分析 
一、芯片市场细分策略 
二、芯片市场创新策略 
三、品牌定位与品类规划 
四、芯片新产品差异化战略 
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